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1 まえがき

図1に示すようなLSIパッケージ、とプリント回路基板

(PCB）に生じる寄生容量CcMがパッケージーPCB聞の
接続部に存在するインダクタンス Lavialと反共振（パッ
ケージコモンモード共振）し［1］、 CMOS回路の出力ジッ
タが増加する［2］。今回、パッケージコモンモード共振を
抵抗を用いて抑制する構造を考案し、効果を検証する。

2 パッケージコモンモード共振の抑制

パッケージコモンモード共振を引き起こす寄生容量は
パッケージおよびPCBの両グラウンドで構成される平

行平板によって生じる。層聞が空気であるため、パッケー
ジコモンモード共振のQ値は高く、引き起こされるグ
ラウンドパウンスは大きい［l]oQ値を低くするために
共振ループに抵抗を挿入する方法について検討する。

図lに示すようにパッケージ最下層に時sとは異な

る導体平板を配置し、この導体と時s聞に抵抗Rvarを
挿入する。直流給電を含むパッケージ、コモンモード共振

以外の周波数では、電源系そ流れる高周波電流はLGvial
を経由して PCB上のグラウンド日s@PCBに流れる。

パッケージコモンモード共振は CcMとLav凶によって
引き起こされるため、挿入した抵抗Rvarが電流経路に
含まれる。このため、抵抗Rvarは非共振時には影響せ
ず、共振時のみにダンピング抵抗として働く。

3 実験結果

前節の効果を検証するために試験パッケージおよび

PCBを作製した。基板構成は参考文献［2］に示されてい
るものであるが、パッケージ最下層に非接地導体を有し、

パッケージ最上層に抵抗Rvar配置用のパッドがある。
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図l 抵抗によるパッケージコモンモード共振の抑制
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図2 抵抗によるパッケージコモンモード共振の抑制
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図3 ジ、ツタの低減

パッケージ、および、PCBのViコo－円s聞をそれぞれポー

トとし、 2ポート Sパラメータ測定を行った。結果を図 2

に示す。約1.1GHzにパッケージ、コモンモード共振が観

測され、抵抗を付加した基板では Q値が低下している
ことが分かる。抵抗を付加しない（open）場合、 10n付
加した場合、 10nを並列に付加した場合ではそれぞれQ
値は 22.8、5.33、4.06となっており、 Qイ直を最大82.23

程度低下できた。

次に DPI法に準拠した方法で、電力一定のノイズを

試験基板に印加した際の CMOSインバータの出力信号
ジ、ッタを測定した。測定結果を図3に示す。パッケージ、

コモンモード共振周波数では最大 306psであったジッ

タが、抵抗を付加するととにより 206psとなり信号品

質が改善した。

4 まとめ
パッケージ、グ、ラウンドーPCBグラウンド聞に掃入した

抵抗によりパッケージコモンモード共振を抑制可能であ
ることを示した。今後はアンダーフィル等を有効に利用

する手法について検討する。
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